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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成24年11月8日(2012.11.8)

【公表番号】特表2012-523091(P2012-523091A)
【公表日】平成24年9月27日(2012.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2012-039
【出願番号】特願2012-503646(P2012-503646)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  13/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   9/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ   1/22    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ   1/00    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｂ   1/00    　　　Ｃ
   Ｃ２２Ｃ  13/00    　　　　
   Ｃ２２Ｃ   9/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月6日(2012.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下を含む粒子混合物組成物：
ａ）　　組成物の合計金属に基づいて、３０質量％から７０質量％の、少なくとも１つの
高融点金属を含む第１の金属粒子；
ｂ）　　組成物の合計金属に基づいて、１０質量％から６０質量％の、反応性の低融点金
属およびキャリヤー金属の合金を含む第２の金属粒子、ここで反応性の低融点金属が高融
点金属と反応して金属間化合物を形成することができる；
ｃ）　　組成物の合計金属に基づいて、２５質量％から７５質量％の、反応性の低融点金
属を少なくとも９０質量％で含む第３の金属粒子；および
ｄ）　有機バインダ。
【請求項２】
該高融点金属がＣｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｂｅ、Ｒｈ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、
Ｍｏ、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
該高融点金属がＣｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｎｉ、およびそれらの組み合わせから成る群か
ら選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項４】
該高融点金属がＣｕ、Ａｇ、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、請求
項１記載の組成物。
【請求項５】
該高融点金属がＣｕである、請求項１記載の組成物。
【請求項６】
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該高融点金属がＡｇである、請求項１記載の組成物。
【請求項７】
該第１の金属粒子が実質的に１つの元素で構成される、請求項１記載の組成物。
【請求項８】
該反応性の低融点金属が、Ｓｎ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｔｅ、Ｈｇ、Ｔｌ、Ｓｂ、Ｓ
ｅ、Ｐｏ、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、請求項１記載の組成物
。
【請求項９】
該反応性の低融点金属が、Ｓｎ、Ｂｉ、Ｇａ、Ｉｎおよびそれらの組み合わせから成る群
から選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項１０】
該反応性の低融点金属が、Ｓｎである、請求項１記載の組成物。
【請求項１１】
該反応性の低融点金属がＳｎであり、高融点金属がＣｕである、請求項１０記載の組成物
。
【請求項１２】
該反応性の低融点金属がＳｎであり、高融点金属がＡｇである、請求項１０記載の組成物
。
【請求項１３】
該キャリヤー金属がＢｉ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｓｂ、Ａｕ、Ｎｉ、およびそれの組
み合わせから成る群から選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項１４】
該反応性の低融点金属がＳｎであり、キャリヤー金属はＢｉである、請求項２記載の組成
物。
【請求項１５】
該第２の金属粒子がＢｉ／Ｓｎ、Ｉｎ／Ｓｎ、Ｐｂ／Ｓｎ、Ｓｎ／Ｐｂ／Ｂｉ、Ｓｎ／Ａ
ｇ、Ｓｎ／Ｃｕ、Ｓｎ／Ａｇ／Ｃｕ、Ｓｎ／Ａｇ／Ｃｕ／Ｓｂ、Ｂｉ／Ｉｎ／Ｓｎ、Ｓｎ
／Ｉｎ／Ａｇ、Ｓｎ／Ｓｂ、Ａｕ／Ｓｎおよびそれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる少なくとも１つの合金を含む、請求項２記載の組成物。
【請求項１６】
該第３の金属粒子が反応性の低融点金属の合金を含む、請求項１記載の組成物。
【請求項１７】
該第３の金属粒子が元素形態の反応性の低融点金属から実質的に成る、請求項１記載の組
成物。
【請求項１８】
該反応性の低融点金属が第２の金属粒子の３５質量％から６５質量％を構成する、請求項
１記載の組成物。
【請求項１９】
該反応性の低融点金属が第２の金属粒子の４０質量％を構成する、請求項１８記載の組成
物。
【請求項２０】
該第１の金属粒子中のＣｕのすべてをＣｕ／Ｓｎ金属間化合物に変換するためには不十分
なＳｎが第２の金属粒子の中に存在する、請求項１１記載の組成物。
【請求項２１】
該第１の金属粒子中のＣｕのすべてをＣｕ／Ｓｎ金属間化合物に変換するために十分なＳ
ｎが、第２の金属粒子と第３の金属粒子の合計中に存在する、請求項２０記載の組成物。
【請求項２２】
該高融点金属が該反応性の低融点金属と温度Ｔ１で金属間化合物を形成し、Ｔ１は８０℃
と３００℃の間の範囲内であり、該金属間化合物はＴ１の少なくとも１０℃上の最低溶融
温度を有する、請求項１記載の組成物。
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【請求項２３】
該金属間化合物種は冶金学的に結合し、相互接続ネットワークを形成する、請求項２２記
載の組成物。
【請求項２４】
該第２の金属粒子が温度Ｔ１で溶融状態であり、Ｔ１は８０℃と２２０℃の間の範囲内で
ある、請求項１記載の組成物。
【請求項２５】
該Ｔ１が１００℃と２００℃の間の範囲内である、請求項２４記載の組成物。
【請求項２６】
第１の金属粒子、第２の金属粒子、および第３の金属粒子から成る群から選択される少な
くとも１つの金属粒子が、非金属製のコアの上に金属コーティングを有する、請求項１記
載の組成物。
【請求項２７】
該非金属製のコアがガラス、セラミックまたはポリマーから成る群から選択された材料で
構成される、請求項２６記載の組成物。
【請求項２８】
少なくとも１つの粒子が、篩い分けされ、あるサイズより上の粒子群が取り除かれている
、請求項１記載の組成物。
【請求項２９】
最大粒径が２０μｍである、請求項２８記載の組成物。
【請求項３０】
８０℃と３００℃の間の温度で、請求項１記載の組成物の熱処理により形成された金属間
化合物生成物。
【請求項３１】
該第１の金属粒子、該第２の金属粒子、該第３の金属粒子、および該有機バインダを予定
された比率で組み合わせ、それにより成分の混合物を形成することを含む、請求項１記載
の組成物の製造方法。
【請求項３２】
該有機バインダがさらに、樹脂、ポリマー、反応性モノマー、揮発性の溶媒、およびフィ
ラーの少なくとも１つを含む、請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
以下を含む、電気的および熱的に伝導性の相互接続を作るための方法：
ａ）　　請求項１の組成物の所定量を、電気的および熱的に相互接続されるべき少なくと
も２つの部品のアセンブリに適用すること；
ｂ）　該組成物を温度Ｔ１まで加熱すること；ここでＴ１は８０℃と３００℃の間であっ
て、組成物内の高融点金属と低融点金属が反応して金属間化合物を形成し、該金属間化合
物は電気的および熱的に伝導性であり、それにより電気的および熱的に伝導性の相互接続
を得る。
【請求項３４】
Ｔ１が１００℃と２３０℃の間の範囲内である、請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
Ｔ１が１９０℃と２１０℃の間の範囲内である、請求項３３記載の方法。
【請求項３６】
該金属間化合物がＴ１より少なくとも１０℃高い溶融温度を有する、請求項３３記載の方
法。
【請求項３７】
該反応性の低融点金属を含む粒子群の少なくとも１つのタイプが、Ｔ１より少なくとも１
０℃高い温度で溶融する、請求項３３記載の方法。
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